(110)矽晶材料微型熱交換器製造與測試 
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(110)矽質微型熱交換器的問世,為近十年來興起的微機電技術,再度開創了一個全新的領域。新型微型熱交換器的加工法突破過去以金屬材質切削成形的傳統,而是以精密新穎且成熟的半導體製程之光蝕刻技術蝕刻加工矽晶圓,並配合金屬中間層擴散接合法,將數十片具有大量微細通道的矽質基板,疊合而成一交流型板式熱交換器。 (110)矽質微型熱交換器之核心熱交換區域大小約為0.918cm/sup 3/,其熱傳面積密度可達15,294m/sup 2//m/sup 3/;測試時是以去離子水為工作流體,測得其流場均為層流,雷諾係數均保持在820以下;當壓力落差達2.47bar時,流量可達4.5l/min以上,且進出口的對數平均溫差可達30K以上;微型熱交換器的熱傳量可達5kW,使其整體熱傳係數為24.7kW/m/sup 2/-K,體積熱傳係數188.5MW/m/sup 3/-K。 由於矽本身除了會被少數化學藥品侵蝕外,不論在強度上、熱傳上、或抗腐蝕方面均有優良的性質,使其適合應用在高溫或具腐蝕性的流體中,對電子元件的散熱、核能發電、航太與熱機零件的熱交換、甚至在生化醫學方面都具有前瞻性的效益。

